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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチック基板上に、バインダーを含有する溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導
電膜形成用塗布液を塗布・乾燥、硬化させて透明導電膜を形成する透明導電性基材の製造
方法において、
該透明導電膜形成用塗布液の溶媒が、プラスチック基板を溶解する少なくとも１種類以上
の溶媒を含有し、形成された該透明導電膜が、バインダーを主成分とし導電性微粒子を含
まない透明バインダー層と濃縮されて緻密に充填した導電性微粒子を主成分とする透明導
電層の２層に分かれて構成され、プラスチック基板、透明バインダー層、透明導電層の順
に積層された構造となることを特徴とする、透明導電性基材の製造方法。
【請求項２】
導電性微粒子が導電性酸化物微粒子であることを特徴とする請求項１に記載の透明導電性
基材の製造方法。
【請求項３】
導電性酸化物微粒子が、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛のいずれかを主成分とする微
粒子であることを特徴とする請求項１または２に記載の透明導電性基材の製造方法。
【請求項４】
バインダーが、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、乾燥硬化性樹脂の
いずれかであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の透明導電性基材の製造
方法。
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【請求項５】
バインダーが、透明バインダー層がハードコート機能を有するように選定されたハードコ
ート性バインダーであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の透明導電性基
材の製造方法。
【請求項６】
透明導電膜形成用塗布液の溶媒が、プラスチック基板を溶解する溶媒を５～５０重量％の
範囲で含有することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の透明導電性基材の製造
方法。
【請求項７】
プラスチック基板が、トリアセチルセルロース、ノルボルネン系樹脂、アクリル樹脂、ポ
リカーボネートのいずれかであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の透明
導電性基材の製造方法。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかの方法で製造された、プラスチック基板、透明バインダー層、透
明導電層の順に積層された構造を有することを特徴とする透明導電性基材。
【請求項９】
透明導電膜の表面抵抗値が１００～１０１２Ω／□で、透過率が８０～１００％であるこ
とを特徴とする請求項８に記載の透明導電性基材。
【請求項１０】
透明バインダー層の厚みが２～２０μｍで、透明バインダー層がハードコート機能を有し
ていることを特徴とする請求項８または９に記載の透明導電性基材。
【請求項１１】
透明導電膜の上に、さらに透明ハードコート層がオーバーコートされていることを特徴と
する請求項８～１０のいずれかに記載の透明導電性基材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば液晶ディスプレイ（以後、ＬＣＤと記す）の偏光板等や、携帯電話の
表示窓部分等に適用される帯電防止膜のようなプラスチック基板上にハードコート機能と
透明導電機能を同時に付与できる透明導電膜を有する透明導電性基材とその製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、各種プラスチック基材（フィルム、板）が、その透明性、軽量性、加工性等の理
由により、種々の分野で用いられており、例えば、ＬＣＤの偏光板等や携帯電話の表示窓
部分に適用されている。しかしながら、プラスチックはガラス等と比較すると柔らかく、
表面が傷つき安い等の欠点を有している。更に、プラスチックはその体積固有抵抗が高い
ため、摩擦等により容易に静電気を帯び、塵埃吸着による透明性の悪化や、電子部品の作
動不良等の問題が生じており、帯電防止機能の付与の必要性も高まっている。
【０００３】
　上記欠点を克服するため、プラスチック基材の表面にハ－ドコ－ト塗布液をコ－ティン
グしてハードコート層を設けて、その表面硬度を上げる方法が採用されている。また、帯
電防止機能の付与は、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛を主成分とする導電性酸化物微
粒子（フィラー）と樹脂バインダーを含有する帯電防止用塗布液（透明導電膜形成用塗布
液）をコーティングして帯電防止層を形成する方法が行われている。
【０００４】
　ここで、上記帯電防止用塗布液を用い、同時にハードコート機能も付与することも考え
られるが、一般に、帯電防止用塗布液（透明導電膜形成用塗布液）は、導電性（帯電防止
性）確保の観点からフィラー配合量をある程度高くする必要があり、結果として得られる
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膜が脆くなる傾向がある。更に、十分なハードコート機能を発現させるためにはその膜厚
を数μｍ以上にする必要があるが、フィラー含有量の高い膜の厚膜化によって膜の透過率
が低下するという問題が生じる。したがって、上記帯電防止層単独では、仮に樹脂バイン
ダーにハ－ドコ－ト性バインダーを用いた場合であっても、十分な透明性（膜厚を薄くし
た場合）を確保しながら、かつ、十分な耐擦傷性、硬度を同時に得ることはできなかった
。
【０００５】
　そこで、プラスチック基材の表面に上記ハードコート層と帯電防止層を積層して、ハー
ドコート機能と帯電防止機能を同時に付与する方法も提案されている（特開平１０－２３
５８０７号公報、特開平１１－１１５０８７号公報、特開平１１－３３３３７０号公報参
照）。
【０００６】
　ここでは、上記ハードコート層と帯電防止層の積層構造に関して、プラスチック基材／
ハードコート層／帯電防止層と、プラスチック基材／帯電防止層／ハードコート層の構造
が提案されている。前者の構造は、帯電防止効果の面からは好ましいが、帯電防止層が最
表面に来るためハードコート性能は幾分低下する。逆に、後者の構造は、ハードコート性
能は高くできるが、体積固有抵抗が高いハードコート層が帯電防止層を覆うため、帯電防
止効果が悪化することがある。この悪化は、ハードコート層が厚くなると（例えば５μｍ
以上）特に顕著となり、１０μｍ以上のハードコート膜厚では帯電防止機能を失う場合も
ある。ハードコート層を薄くすれば上記問題はなくなるが、ハードコート性能が不十分に
なる可能性がある。
【特許文献１】特開平１０－２３５８０７号公報
【特許文献２】特開平１１－１１５０８７号公報
【特許文献３】特開平１１－３３３３７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、プラスチック基材の表面に塗布してハ－ドコ－ト機能と透明導電機能（帯電
防止機能）を両立でき、さらに良好な透明性も付与できる透明導電膜を有する透明導電性
基材とその製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者等は、バインダーを含有する溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電膜形成
用塗布液において、その溶媒がプラスチック基板を溶解する少なくとも１種類以上の溶媒
を含有させた場合に、上記透明導電膜形成用塗布液をプラスチック基板上に塗布・乾燥（
及び硬化）させると、形成される透明導電膜の最表面に上記導電性微粒子が濃縮される現
象に着目し、透明導電性基材の製造方法において、プラスチック基板上に、該プラスチッ
ク基板を溶解する溶媒、バインダー、導電性微粒子を含有する透明導電膜形成用塗布液を
塗布・乾燥、硬化さるだけで、ハードコート機能と透明導電機能を同時に付与できる、バ
インダー層と透明導電層の２層からなる透明導電膜を有する透明導電性基材が、極めて簡
便に、かつ安価に製造できることを見出し、本発明に至った。
【０００９】
　すなわち、本発明が提供する請求項１の透明導電性基材の製造方法は、プラスチック基
板上に、バインダーを含有する溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電膜形成用塗布
液を塗布・乾燥、硬化させて透明導電膜を形成する透明導電性基材の製造方法において、
　該透明導電膜形成用塗布液の溶媒が、プラスチック基板を溶解する少なくとも１種類以
上の溶媒を含有し、形成された該透明導電膜が、バインダーを主成分とし導電性微粒子を
含まない透明バインダー層と濃縮されて緻密に充填した導電性微粒子を主成分とする透明
導電層の２層に分かれて構成され、プラスチック基板、透明バインダー層、透明導電層の
順に積層された構造となることを特徴とする。
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【００１０】
　本発明の請求項２の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１の透明導電性基材の製
造方法において、導電性微粒子が導電性酸化物微粒子であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項３の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１または２の透明導電性
基材の製造方法において、導電性酸化物微粒子が、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛を
主成分とする微粒子であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項４の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１～３の透明導電性基材
の製造方法において、バインダーが紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、熱硬化性樹脂
、乾燥硬化性樹脂であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の請求項５の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１～４の透明導電性基材
の製造方法において、バインダーが、透明バインダー層がハードコート機能を有するよう
に選定されたハードコート性バインダーであることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の請求項６の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１～５の透明導電性基材
の製造方法において、透明導電膜形成用塗布液の溶媒が、プラスチック基板を溶解する溶
媒を５～５０重量％の範囲で含有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の請求項７の透明導電性基材の製造方法は、上記請求項１～６の透明導電性基材
の製造方法において、プラスチック基板が、トリアセチルセルロース、ノルボルネン系樹
脂、アクリル樹脂、ポリカーボネートであることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項８の透明導電性基材は、請求項１～７の方法で製造された、プラスチッ
ク基板、透明バインダー層、透明導電層の順に積層された構造を有することを特徴とする
。
【００１７】
　本発明の請求項９の透明導電性基材は、上記請求項８の透明導電性基材において、透明
導電膜の表面抵抗値が１００～１０１２Ω／□で、透過率が８０～１００％であることを
特徴とする。
本発明の請求項１０の透明導電性基材は、上記請求項８または９の透明導電性基材におい
て、透明バインダー層の厚みが２～２０μｍで、透明バインダー層がハードコート機能を
有していることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の請求項１１の透明導電性基材は、上記請求項８～１０の透明導電性基材におい
て、透明導電膜の上に、さらに透明ハードコート層がオーバーコートされていることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の透明導電性基材の製造方法においては、プラスチック基板上に、該プラスチッ
ク基板を溶解する溶媒、バインダー、導電性微粒子を含有する透明導電膜形成用塗布液を
塗布・乾燥、硬化さるだけで、透明バインダー層と透明導電層の２層に分かれた透明導電
膜を形成できる。したがって、ハードコート機能と透明導電機能を同時に付与できる透明
導電膜を有する透明導電性基材が、極めて簡便に、かつ安価に製造でき、この透明導電性
基材は、例えば液晶ディスプレイ（以後、ＬＣＤと記す）の偏光板等や、携帯電話の表示
窓部分等に適用される帯電防止膜等に用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、透明導電膜形成用塗布液が、一般に、導電性確保の観点からフィラー配合量
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をある程度高くする必要があり、その結果として生じる、前述した膜硬度（ハードコート
性能）の低下や厚膜化による膜透過率の低下の問題を以下の現象に着眼して解決している
。
【００２１】
　すなわち、バインダーを含有する溶媒中に導電性微粒子を分散させた透明導電膜形成用
塗布液において、その溶媒がプラスチック基板を溶解する少なくとも１種類以上の溶媒を
含有させた場合に、上記透明導電膜形成用塗布液をプラスチック基板上に塗布・乾燥（及
び硬化）させると、形成される透明導電膜の最表面に上記導電性微粒子が濃縮される現象
である。
【００２２】
　以下詳細に説明すると、図１に示すように、透明導電膜形成用塗布液において、その溶
媒がプラスチック基板１を溶解しない場合は、透明導電膜２はバインダー中に導電性微粒
子３が均一に分散した状態となる。ところが、上記溶媒がプラスチック基板を溶解する少
なくとも１種類以上の溶媒を含有する場合には、図２に示す様に、透明導電膜形成用塗布
液の塗布・乾燥工程において、導電性微粒子３の膜表面（空気側）への濃縮が生じ、導電
性微粒子が密に充填された透明導電層２－ａと導電性微粒子を含まないバインダー成分（
及び一部プラスチック基材成分）から成る透明バインダー層２－ｂが形成される。
【００２３】
　上記濃縮が起きる理由に関しては、明らかではないが、例えば、透明導電膜形成用塗布
液の塗布・乾燥工程において、プラスチック基板成分の一部が透明導電膜形成用塗布液中
に溶解し、その成分が含まれる部分において導電性微粒子が安定に分散できないため、そ
の成分濃度の低い最表面に集まっていくということが考えられる。
【００２４】
　上述の、導電性微粒子のコーティング層最表面への濃縮により、以下の効果が得られる
。透明導電膜形成用塗布液に少量の導電性微粒子を添加し、コーティング膜厚を厚くした
場合であっても、導電性微粒子が密に充填した透明導電層が形成できるため、良好な導電
性（帯電防止機能）が得られる。また、コーティング膜厚（透明導電層２－ａと透明バイ
ンダー層２－ｂ）が厚いので、バインダーにハードコート性バインダーを用いれば十分な
ハードコート特性を有することができ、導電性微粒子の含有量が少なくとも導電性が確保
され、透明導電膜の透過率も高くできる。
【００２５】
　透明導電膜形成用塗布液中のプラスチック基板を溶解する溶媒量は、５～５０重量％の
範囲で含有することを要する。５重量％未満だと上記導電性微粒子の濃縮効果が不十分で
、逆に５０重量％を超えると、プラスチック基材が過剰に溶解して、均一な透明導電膜が
得られず、また膜の導電特性・光学特性も著しく悪化するからである。
【００２６】
　ここで、導電性微粒子は導電性酸化物微粒子であることが好ましい（請求項２）。更に
は、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、インジウムチタ
ン酸化物（ＩＴｉＯ）、インジウムジルコニウム酸化物、錫アンチモン酸化物（ＡＴＯ）
、フッ素錫酸化物（ＦＴＯ）、アルミニウム亜鉛酸化物（ＡＺＯ）、ガリウム亜鉛酸化物
（ＧＺＯ）等の酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛を主成分とする微粒子であることが好
ましい。導電性、透明性の観点からは、ＩＴＯ微粒子が最も好ましい。
【００２７】
　透明導電膜形成用塗布液のバインダーは、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、熱硬
化性樹脂、乾燥硬化性樹脂であることが好ましく、中でも紫外線硬化性樹脂は取扱いが簡
単で最も好ましい。
【００２８】
　本発明で用いるプラスチック基板としては、トリアセチルセルロース、ノルボルネン系
樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネートが挙げられる。
【００２９】
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　本発明の透明導電性基材は、前述のプラスチック基板を溶解する少なくとも１種類以上
の溶媒を含む溶媒、バインダー、導電性微粒子から成る透明導電膜形成用塗布液を、プラ
スチック基板上に塗布・乾燥、硬化させて得ることができる。透明導電膜形成用塗布液の
塗布・乾燥、硬化の条件は、用いる塗布方法、溶媒の種類、バインダーの種類に応じて適
宜選定することができる。
【００３０】
　上記方法において、導電性微粒子の種類、透明導電膜形成用塗布液中の導電性微粒子濃
度、溶媒組成を変更することで、表面抵抗値が１００～１０１２Ω／□で、透過率が８０
～１００％である透明導電膜が得られる。
【００３１】
　上述のように、本発明の透明導電性基材の製造方法により、プラスチック基板、透明バ
インダー層、透明導電層の順に積層された構造を有することを特徴とする透明導電性基材
が得ることができるが、ここで、透明バインダー層の厚みを２～２０μｍに設定し、かつ
透明バインダー層がハードコート機能を有しているようにバインダーを選定する必要があ
る。
【００３２】
　上述の透明導電膜の上に、さらに透明ハードコート層をオーバーコートしても良い。ハ
ードコート性のオーバーコート層を設けることで、更にハードコート性能を向上できる。
オーバーコート層の厚みは、その被覆により透明導電膜の導電性が著しく損なわない範囲
以内にすることが好ましい。
【００３３】
　次に、本発明で用いる透明導電膜形成用塗布液の製造方法を、以下説明する。
まず、導電性酸化物微粒子等の導電性微粒子を分散剤、溶媒と混合した後、分散処理を行
う。分散剤としては、シリコンカップリング剤等の各種カップリング剤、各種高分子分散
剤、アニオン系・ノニオン系・カチオン系等の各種界面活性剤が挙げられる。これら分散
剤は、用いる導電性微粒子の種類や分散処理方法に応じて適宜選定される。
分散処理としては、超音波処理、ホモジナイザー、ペイントシェーカー、ビーズミル等の
汎用の方法を適用することができる。
【００３４】
　得られた導電性微粒子分散（濃縮）液にバインダー、溶媒等を添加し、導電性微粒子濃
度、バインダー濃度、溶剤濃度等の成分調整を行うことにより、導電性微粒子とバインダ
ーを含有する透明導電膜形成用塗布液が得られる。ここで、導電性酸化物微粒子として、
例えば、ＩＴＯ微粒子を用いる場合には、おおよそ導電性微粒子の比重がバインダー比重
の６倍程度であり、この場合の透明導電膜形成用塗布液中の導電性微粒子含有量は、１～
２０重量％（好ましくは２～１０重量％）、バインダー含有量は１～６０重量％（好まし
くは４～３０重量％）、溶媒その他添加物が残部となるように成分調整することが好まし
い。また、導電性微粒子とバインダーの配合割合（重量比）＝１／１～１／１０、好まし
くは１／２～１／５が良い（導電性微粒子／バインダー（体積比）＝１／６～１／６０、
好ましくは１／１２～１／３０と換算される。）。
【００３５】
　導電性微粒子が１重量％未満では、透明導電層に十分な導電性能が得られず、２０重量
％を超えると上記導電性微粒子とバインダーの配合割合および溶媒の配合を考慮すると透
明導電膜形成用塗布液の製造が物理的に困難となると同時に、得られる透明導電膜形成用
塗布液の固形分が高くなりすぎて均一な塗布を行うことが困難になるからである。
また、バインダーが１重量％未満では、十分な厚さの透明バインダー層（２～２０μｍ）
が形成できずハードコート性能が得られず、６０重量％を超えると透明導電膜形成用塗布
液の製造、塗布に関して上述と同様の困難を生じる。具体的な導電性微粒子含有量とバイ
ンダー含有量は、用いる塗布方法に応じて、上記範囲内で適宜設定すればよい。
【００３６】
　透明導電膜形成用塗布液に用いる溶媒としては、使用するプラスチック基板に対する溶
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解性や製膜条件を考慮して、適宜選定することができる。例えば、メタノール（ＭＡ）、
エタノール（ＥＡ）、１－プロパノール（ＮＰＡ）、イソプロパノール（ＩＰＡ）、ブタ
ノール、ペンタノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコール（ＤＡＡ）等のアル
コール系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、メチルプロピルケトン、メチ
ルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、シクロヘキサノン、イソホロン等のケトン系溶媒、エ
チレングリコールモノメチルエーテル（ＭＣＳ）、エチレングリコールモノエチルエーテ
ル（ＥＣＳ）、エチレングリコールイソプロピルエーテル（ＩＰＣ）、プロピレングリコ
ールメチルエーテル（ＰＧＭ）、プロピレングリコールエチルエーテル（ＰＥ）、プロピ
レングリコールメチルエーテルアセテート（ＰＧＭ－ＡＣ）、プロピレングリコールエチ
ルエーテルアセテート（ＰＥ－ＡＣ）等のグリコール誘導体、ホルムアミド（ＦＡ）、Ｎ
－メチルホルムアミド、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルアセトアミド、ジメ
チルスルフォキシド（ＤＭＳＯ）、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、エチレング
リコール、ジエチレングリコール、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
、クロロホルム、メシチレン、ドデシルベンゼン等のベンゼン誘導体等が挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【００３７】
　上記に説明したように、本発明の透明導電性基材の製造方法においては、プラスチック
基板上に、該プラスチック基板を溶解する溶媒、バインダー、導電性微粒子を含有する透
明導電膜形成用塗布液を塗布・乾燥、硬化さるだけで、透明性、導電性、ハードコート性
に優れた透明バインダー層と透明導電層の２層からなる透明導電膜を形成できる。したが
って、ハードコート機能と透明導電機能を同時に付与できる透明導電膜を有する透明導電
性基材が、極めて簡便に、かつ安価に製造でき、この透明導電性基材は、例えば液晶ディ
スプレイ（以後、ＬＣＤと記す）の偏光板等や、携帯電話の表示窓部分等に適用される帯
電防止膜等に用いることができる。　
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。また、以下の記述において「％」は、透過率、ヘイズ値の％を除い
て、「重量％」を示している。
［実施例１］
　平均粒径０．０３μｍのＩＴＯ微粒子（住友金属鉱山（株）製、ＳＵＦＰ－ＨＸ）を紫
外線硬化性バインダー樹脂（ウレタンアクリレート系樹脂：９６部、及び、光重合開始剤
：４部）を含む溶媒中に分散させた透明導電膜形成用塗布液（ＩＴＯ：３．０％、高分子
分散剤：０．０３％、バインダー樹脂：１２．０％、ジアセトンアルコール（ＤＡＡ）：
４．４％、シクロヘキサノン：１２．０％、プロピレングリコールモノメチルエーテル（
ＰＧＭ）：４９．０％、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）：１９．５％）を線径０．
２５ｍｍのワイヤーバーで、プラスチック基板としてのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ
）フィルム（厚さ：８０μｍ、透過率＝９３．６％、ヘイズ＝０．３％）上に塗布後、乾
燥（７０°C×２分間）し、更に高圧水銀ランプ（コールドミラー、赤外線カットフィル
ター付）を用い、紫外線硬化（１４０ｍＷ×２秒間）させて、プラスチック基板／透明バ
インダー層／透明導電層からなる実施例１に係る透明導電性基材を得た。
【００３９】
　この透明導電性基材の断面を透過電子顕微鏡で観察した結果、透明導電膜の部分は、バ
インダーを主成分とし導電性微粒子を含まない透明バインダー層（厚さ：約５μｍ）と濃
縮されて緻密に充填した導電性微粒子を主成分とする透明導電層（厚さ：約０．２μｍ）
の２層で構成されていることが確認された。
【００４０】
　透明バインダー層／透明導電層からなる透明導電膜の膜特性は、可視光線透過率＝９８
．８％、ヘイズ値＝０．６％、表面抵抗値＝２×１０７Ω／□であった。
【００４１】
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　上記透明導電性基材をツメで擦り、その傷のつき具合を目視で判断し、耐擦傷性を評価
（○：全く傷つかない、△：少し傷つく、×：著しく傷つく）したところ、○であった。
【００４２】
　尚、各種溶媒のＴＡＣフィルムの溶解性は、ＴＡＣフィルムを各種溶媒中に２５°C×
１０分間浸漬した後、７０°Cで乾燥し、その浸漬部分のフィルム形状から評価した。そ
の結果は、ＤＡＡ：変化なし、シクロヘキサノン：溶解（著しい変形）、ＰＧＭ：変化な
し、ＭＩＢＫ：変化なし、であった。
【００４３】
　ここで、上述の透明導電膜の可視光線透過率、ヘイズ値は、それぞれ透明導電膜だけの
（可視光線）透過率、ヘイズ値であって、以下の様にして求められている。すなわち、
　透明導電膜の透過率（％）
＝［（透明導電性基材ごと測定した透過率）／（プラスチック基板の透過率）］×１００
　
　透明導電膜のヘイズ値（％）
＝（透明導電性基材ごと測定したヘイズ値）－（プラスチック基板のヘイズ値）
　また、透明導電膜の表面抵抗値は、三菱化学（株）製の表面抵抗計ロレスタＡＰ（ＭＣ
Ｐ－Ｔ４００）を用い測定した。ヘイズ値と可視光線透過率は、村上色彩技術研究所製の
ヘイズメーター（ＨＲ－２００）を用いて測定した。また、透明導電性基材の断面は日本
電子製の透過電子顕微鏡で観察している。
［実施例２］
　実施例１と同様に、透明導電膜形成用塗布液をＴＡＣフィルム上に塗布、乾燥した後、
高圧水銀ランプ（コールドミラー、赤外線カットフィルター付）を用い紫外線硬化（３５
ｍＷ×２秒間）させて、プラスチック基板／透明バインダー層／透明導電層からなる積層
体を得た。この透明導電層上に、更に透明樹脂ハードコート層形成用塗布液（ハードコー
ト性紫外線硬化樹脂（東亜合成化学（株）製、ＵＶＸ－３７０１：３５．０％、２官能ア
クリレートモノマー：１５．０％、ＭＩＢＫ：５０％）を線径０．１５ｍｍのワイヤーバ
ーで塗布、乾燥（７０°C×２分間）し、更に高圧水銀ランプ（コールドミラー、赤外線
カットフィルター付）を用い紫外線硬化（１４０ｍＷ×２秒間）させて、プラスチック基
板／透明バインダー層／透明導電層／透明樹脂ハードコート層からなる実施例２に係る透
明導電性基材を得た。
【００４４】
　この透明導電性基材の断面を透過電子顕微鏡で観察した結果、実施例１の透明導電膜（
透明バインダー層／透明導電層）上に厚さ：約３μｍ透明樹脂ハードコート層透明導電膜
が形成されていた。
【００４５】
　透明バインダー層／透明導電層／透明樹脂ハードコート層からなる３層膜の膜特性は、
可視光線透過率＝９８．４％、ヘイズ値＝０％、表面抵抗値＝３×１０８Ω／□であった
。
【００４６】
　上記透明導電性基材をツメで擦り、その傷のつき具合を目視で判断し、耐擦傷性を評価
（○：全く傷つかない、△：少し傷つく、×：著しく傷つく）したところ、○であった。
【００４７】
　ここで、上述の３層膜の可視光線透過率、ヘイズ値は、それぞれ３層膜だけの（可視光
線）透過率、ヘイズ値であって、以下の様にして求められている。すなわち、
　３層膜の透過率（％）
＝［（透明導電性基材ごと測定した透過率）／（プラスチック基板の透過率）］×１００
　
　３層膜のヘイズ値（％）
＝（透明導電性基材ごと測定したヘイズ値）－（プラスチック基板のヘイズ値）
［比較例１］
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　実施例１で、ＩＴＯ微粒子、紫外線硬化性バインダー樹脂、ＴＡＣフィルムを溶解しな
い溶媒を主成分とする溶媒からなる透明導電膜形成用塗布液（ＩＴＯ：３．０％、高分子
分散剤：０．０３％、バインダー樹脂：１２．０％、ジアセトンアルコール（ＤＡＡ）：
４．４％、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）：８０．５％）を用いた以外は、実施例
１と同様に行い、プラスチック基板／透明バインダー層／透明導電層からなる比較例１に
係る透明導電性基材を得た。
【００４８】
　この透明導電性基材の断面を透過電子顕微鏡で観察した結果、透明導電膜の部分は、バ
インダー樹脂にＩＴＯ微粒子が均一に分散した透明導電層（厚さ：約３μｍ）の単層で構
成されていた。
【００４９】
　透明バインダー層／透明導電層からなる透明導電膜の膜特性は、可視光線透過率＝９９
．２％、ヘイズ値＝０．１％、表面抵抗値＝１０１４Ω／□以上であった。
【００５０】
　上記透明導電性基材をツメで擦り、その傷のつき具合を目視で判断し、耐擦傷性を評価
（○：全く傷つかない、△：少し傷つく、×：著しく傷つく）したところ、○であった。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】従来の透明導電膜を具備する透明導電性基材を示す断面図である。
【図２】本発明に係わる透明導電膜（透明導電層／透明バインダー層）を具備する基本的
構造の透明導電性基材を示す断面図である。
【図３】本発明に係わる透明導電膜（透明導電層／透明バインダー層）を具備する別な構
造の透明導電性基材を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　プラスチック基板
　２　　透明導電膜
２－ａ　透明導電層
２－ｂ　透明バインダー層
３　　導電性微粒子
４　　透明ハードコート層
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              特開２０００－２３３４６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｂ　　１３／００　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　２７／１８　　　　
              Ｃ０８Ｊ　　　７／０４　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　　５／１４　　　　
              Ｃ０８Ｌ　１０１／００　　　　
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